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© Kaltleiter mit migrationsfreier Elektrode zum Einsatz in Klemmsystemen mit Flachenkontaktierung 

@ Ein Kaltleiter (1) mit migrationsfreier Elektrode aus ei- i 

ner silberfreien Grundschicht (2) und einer darauf ange- HJ c 

ordneten Silberdeckschicht (3) wird mittels eines Strom- I 

einleitungselements (5) kontaktiert. Im Randbereich der I ■ 5 ^7" 

Silberdeckschicht (3) ist im Kaltleiterkorper (1) eine Fase ( 
(4) angeordnet. I 3 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Kaltleiter (PTC) gemiiB dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Derartige Kaltleiter sind aus der DE 34 33 196 C2 be- 5 
kannt. 

Kaltleiter mit migrationsfreier Metallisierung bestehen 
aus zumindest zwei Elektrodenschichten, wobei die Grund- 
schicht aus silberfreien Werkstoffen (z. B. Al, Ni) besteht, 
auf der eine hauptsachlich aus Silber bestehende Deckbe- 10 
schichtung angeordnet wird, die geometrisch kleiner als die 
Grundschicht ausgefuhrt ist. 

Der aus dieser Anordnung resultierende silberfreie Rand 
bewirkt zum einen die Unterbindung der unerwiinschten Sil- 
bermigration, hat aber erhebliche Schwierigkeiten in An- 15 
wendungen zur Folge, wo die gesamte verfugbare Elektro- 
denflache zur Stromeinleitung benotigt wird. 

In der Regel befindet sich die Elektrodenbeschichtung auf 
den ebenen, geraden Flachen scheiben- oder rechteckformi- 
ger keramischer Kaltleiter. Werden diese in Heizapplikatio- 20 
nen verwendet, wird aus konstruktiven Griinden ein 
Klemmaufbau gewahlt, wobei der Kaltleiter mit seiner ge- 
samten verfiigbaren Elektrodenflache mit einem Stromein- 
leitungselement flachig zur elektrischen, thermischen und 
mechanischen Kontaktgabe verbunden wird. 25 

Bedingt durch die herabgesetzte elektrische Eigenleitfa- 
higkeit der silberfreien Randzonenbeschichtung, die in der 
Regel in diinnen Schicktdicken vorliegt, sind in diesen Be- 
reichen Stromeinleitungsprobleme gegeben. Zur Vermei- 
dung von Kontaktbranden ist deshalb eine elektrische Kon- 30 
taktierung in diesen Zonen nicht erwiinscht, wobei aber aus 
konstruktiven Griinden der Heizsysteme dieser Zustand 
nicht vollstandig ausschheBbar ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, den eingangs 
genannten Kaltleiter derart weiterzubilden, daB im kriti- 35 
schen Randzonenbereich keine unerwiinschte Kontaktie- 
rung bzw. Stromeinleitung eintritt. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch einen Kalt- 
leiter gelost, der die im Patentanspruch angefiihrten Merk- 
male aufweist. 40 

Die Vorteile des Gegenstandes der Erfindung werden im 
folgenden anhand eines Ausfuhrungsbeispieles erlautert. 

In der dazugehorenden Zeichnung mit einer einzigen Fi- 
gur ist ein Keramikkorper 1 mit einer migrationsfreien Kon- 
taktierung dargestellt. Die migrationsfreie Kontaktierung 45 
besteht aus einer silberfreien Grundschicht 2 und einer dar- 
auf angeordneten Silberdeckschicht 3, die geometrisch klei- 
ner als die Grundschicht 2 ist. Im Randbereich der Silber- 
deckschicht 3 ist im Keramikkorper 1 eine Fase 4 angeord- 
net. Diese Fase 4 bewirkt, daB bei Kontaktierung des Kalt- 50 
leiters mit einem Stromeinleitungselement 5, das mit einer 
Klemmkraft in Richtung des Pfeiles 6 gegen den Keramik- 
korper 1 gedruckt wird, eine Kontaktierung der Randberei- 
che der Silberdeckschicht 3 unterbleibt. 

Die Fase 4 bewirkt somit eine AbstandsvergroBerung 55 
zwischen Stromeinleitungselement 5 und Grundschicht 2 
der Metallisierung. Damit wird sichergestellt, daB die elek- 
trische Kontaktierung nur im Bereich der Silberdeckschicht 
3 erfolgt. 

Die erwiinschte migrationsfreie Ausfiihrung bleibt somit 60 
erhalten, ohne daB die Gefahr einer unerwiinschten Kontak- 
tierung bzw. Stromeinleitung im kritischen Randzonenbe- 
reich eintritt. 

Patentanspriiche 65 

Kaltleiter (PTC) mit migrationsfreier Elektrode, die 
aus einer auf dem Kaltleiterkorper (1) angeordneten 
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silberfreien Grundschicht (2) und einer auf der Grund- 
schicht (2) angeordneten Silberdeckschicht (3) besteht, 
bei dem die Abmessungen der Silberdeckschicht (3) 
geometrisch kleiner als die der Grundschicht (2) sind, 
und der durch ein Stromeinleitungselement (5) kontak- 
tiert ist, dadurch gekennzeichnet, daB der Kaltleiter- 
korper (1) im Randbereich der Silberdeckschicht (3) 
eine Fase (4) aufweist, die eine VergroBerung des Ab- 
standes von einem flachigen Stromeinleitungselement 
(5) sowohl zur Silberdeckschicht (3) als auch zur sil- 
berfreien Grundschicht (2) bewirkt. 
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